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(57)摘要

本实用新型涉及一种人工耳蜗内植器芯片

功能测试平台，包括：基座；实验平台，固定于所

述基座上；三轴校准机构，固定于所述基座上，且

位于所述实验平台一端部；发射线圈固定座，用

于固定发射线圈，并通过一转接板与所述三轴校

准机构连接，由三轴校准机构的运动调整所述发

射线圈固定座的位置；待测芯片定位机构，设置

于实验平台上，用于固定待测芯片；游标卡尺，设

置于所述实验平台上，用于测量测试时待测芯片

的接收线圈与所述发射线圈之间的距离；测试信

号发射器，用于与发射线圈连接；取样电阻电路

板，用于与待测芯片连接；计算机，用于实现放电

性能的测试或回读电阻的读取。与现有技术相

比，本实用新型具有结构精巧，安装方便，操作更

加准确可靠等优点。
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1.一种人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，其特征在于，包括：

基座(11)；

实验平台(9)，固定于所述基座(11)上；

三轴校准机构，固定于所述基座(11)上，且位于所述实验平台(9)一端部；

发射线圈固定座(5)，用于固定发射线圈(12)，并通过一转接板(6)与所述三轴校准机

构连接，由三轴校准机构的运动调整所述发射线圈固定座(5)的位置；

待测芯片定位机构，设置于所述实验平台(9)上，用于固定待测芯片(1)；

游标卡尺(4)，设置于所述实验平台(9)上，用于测量测试时待测芯片(1)的接收线圈与

所述发射线圈(12)之间的距离；

测试信号发射器(13)，用于与发射线圈(12)连接；

取样电阻电路板(10)，用于与待测芯片(1)连接；

计算机(14)，用于实现放电性能的测试或回读电阻的读取。

2.根据权利要求1所述的人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，其特征在于，所述基座

(11)为金属基座。

3.根据权利要求1所述的人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，其特征在于，所述实验平

台(9)为塑料平台，与所述基座(11)间设有间隙。

4.根据权利要求1所述的人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，其特征在于，所述三轴校

准机构包括由下至上依次设置有Y轴调节旋钮、X轴调节旋钮(8)和Z轴调节旋钮(7)，所述转

接板(6)固定于Z轴调节旋钮(7)上。

5.根据权利要求4所述的人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，其特征在于，所述X轴调

节旋钮(8)、Y轴调节旋钮和Z轴调节旋钮(7)的调节范围均为0～25mm。

6.根据权利要求1所述的人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，其特征在于，所述发射线

圈固定座(5)为一塑料座，其上设有用于安装发射线圈(12)的固定槽。

7.根据权利要求1所述的人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，其特征在于，所述转接板

(6)为金属转接板。

8.根据权利要求1所述的人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，其特征在于，所述待测芯

片定位机构包括夹具(2)和卡位板(3)。

9.根据权利要求1所述的人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，其特征在于，所述待测芯

片(1)通过一隔板设置于所述实验平台(9)上。

10.根据权利要求1所述的人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，其特征在于，所述取样

电阻电路板(10)通过电极模拟针头与待测芯片连接。
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一种人工耳蜗内植器芯片功能测试平台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子技术领域，尤其是涉及一种人工耳蜗内植器芯片功能测试平

台。

背景技术

[0002] 人工耳蜗是一种电子装置，由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信

号，通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复、提高及重建聋人的听觉功能。近二十

多年来，随着高科技的发展，人工耳蜗进展很快，已经从实验研究进入临床应用。人工耳蜗

内植器加工过程中需要对陶瓷基板焊上芯片后进行封装加盖，整个加工工艺复杂且不可

逆。如果后期发现芯片出现问题则没有办法拆卡重新加工，需要报废处理，所以需要一个准

确可靠的平台对封装前的芯片进行完善的测试。

[0003] 现有的测试方案是直接将发射线圈放在接收电路板上，中间用固定距离的木板隔

开，每次测试距离改变需要更换木板，重新摆放发射线圈，但该方法时间长，操作复杂，精度

不高，不能测试3-12mm之间的所有距离。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种人工耳蜗

内植器芯片功能测试平台。

[0005] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现：

[0006] 一种人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，包括：

[0007] 基座；

[0008] 实验平台，固定于所述基座上；

[0009] 三轴校准机构，固定于所述基座上，且位于所述实验平台一端部；

[0010] 发射线圈固定座，用于固定发射线圈，并通过一转接板与所述三轴校准机构连接，

由三轴校准机构的运动调整所述发射线圈固定座的位置；

[0011] 待测芯片定位机构，设置于所述实验平台上，用于固定待测芯片；

[0012] 游标卡尺，设置于所述实验平台上，用于测量测试时待测芯片的接收线圈与所述

发射线圈之间的距离；

[0013] 测试信号发射器，用于与发射线圈连接；

[0014] 取样电阻电路板，用于与待测芯片连接；

[0015] 计算机，用于实现放电性能的测试或回读电阻的读取。

[0016] 进一步地，所述基座为金属基座。

[0017] 进一步地，所述实验平台为塑料平台，与所述基座间设有间隙。

[0018] 进一步地，所述三轴校准机构包括由下至上依次设置有Y轴调节旋钮、X轴调节旋

钮和Z轴调节旋钮，所述转接板固定于Z轴调节旋钮上。

[0019] 进一步地，所述X轴调节旋钮、Y轴调节旋钮和Z轴调节旋钮的调节范围均为0～
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25mm。

[0020] 进一步地，所述发射线圈固定座为一塑料座，其上设有用于安装发射线圈的固定

槽。

[0021] 进一步地，所述转接板为金属转接板。

[0022] 进一步地，所述待测芯片定位机构包括夹具和卡位板。

[0023] 进一步地，所述待测芯片通过一隔板设置于所述实验平台上。

[0024] 进一步地，所述取样电阻电路板通过电极模拟针头与待测芯片连接。

[0025] 与现有技术相比，本实用新型具有以如下有益效果：

[0026] 1、本实用新型可以实现人工耳蜗内植器芯片的功能测试，结构简单，操作简便，测

试效率高。

[0027] 2、本实用新型设置有三轴校准机构，可以方便实现发射线圈与接收线圈的对准，

以此保证发射线圈和接收线圈位置对称，也可方便实现发射和接收线圈高度在3mm-12mm范

围内的测试，相比以前人工叠放板片改变距离，操作更加准确可靠。

[0028] 3、本实用新型设置有游标卡尺，发射和接收线圈间的高度可以由游标卡尺确定，

其结果在示波器上观察一目了然。

[0029] 4、本实用新型测试精度高。

[0030] 5、本实用新型通过取样电阻电路板和计算机，可以测试放电性能和读回读电阻，

测试方便全面。

附图说明

[0031] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0032] 图2为本实用新型使用时发射线圈与待测芯片的位置示意图。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。本实施例以本实用新型

技术方案为前提进行实施，给出了详细的实施方式和具体的操作过程，但本实用新型的保

护范围不限于下述的实施例。

[0034] 如图1-图2所示，一种人工耳蜗内植器芯片功能测试平台，包括基座11、实验平台

9、三轴校准机构、发射线圈固定座5、待测芯片定位机构、游标卡尺4、测试信号发射器13、取

样电阻电路板10和计算机14，其中，实验平台9固定于基座11上；三轴校准机构固定于基座

11上，且位于实验平台9一端部；发射线圈固定座5用于固定发射线圈12，并通过一转接板6

与三轴校准机构连接，由三轴校准机构的运动调整发射线圈固定座5的位置；待测芯片定位

机构设置于实验平台9上，用于固定待测芯片1；游标卡尺4通过螺钉固定设置于实验平台9

上，用于测量测试时待测芯片1的接收线圈与发射线圈12之间的距离；测试信号发射器13用

于与发射线圈12连接；取样电阻电路板10用于与待测芯片1连接；计算机14用于实现放电性

能的测试或回读电阻的读取。

[0035] 本实施例中，基座11为金属基座。实验平台9为塑料平台，与基座11间设有间隙。发

射线圈固定座5为一塑料座，其上设有用于安装发射线圈12的固定槽。转接板6为金属转接

板。
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[0036] 本实施例中，三轴校准机构包括由下至上依次设置有Y轴调节旋钮(图中未示出)、

X轴调节旋钮8和Z轴调节旋钮7，转接板6固定于Z轴调节旋钮7上，通过螺钉固定。X轴调节旋

钮、Y轴调节旋钮和Z轴调节旋钮的调节范围均为0～25mm。

[0037] 待测芯片定位机构包括夹具2和卡位板3，可靠地实现待测芯片1的固定。

[0038] 本实施例中，待测芯片1通过一隔板设置于实验平台9上。

[0039] 取样电阻电路板10通过电极模拟针头与待测芯片连接，电极模拟针头通过夹线和

外接负载电阻1K-22K连接，以上是电气连接，具体是电阻一端是COM脚，另一端接测试电极。

[0040] 利用上述测试平台进行人工耳蜗内植器芯片功能测试时，通过待测芯片定位机构

固定待测芯片，固定发射线圈12在发射线圈固定座5内，调整X轴调节旋钮、Y轴调节旋钮使

发射线圈位于待测芯片的接收线圈的正上方，旋转Z轴调节旋钮观察游标卡尺，使卡尺接头

和待测芯片接触，可以进行不同高度的测试。打开计算机中的测试软件，发送测试命令，计

算机可以连接示波器，如果是刺激命令示波器测试对应电极上的电阻两端电压，如果是读

回读电阻命令，则将示波器探头夹住成圈，放在发射线圈上方，感应回读电阻，具体值由示

波器读出。

[0041] 以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人

员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领

域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实

验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
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图1

图2
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